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(57)摘要

本实用新型公开了一种水钻或水晶珠或水

晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，其包括水

钻，水钻的外表面上依次紧贴设有打底反光导电

层和金属外层形成半成品，半成品上针对由打底

反光导电层和金属外层构成的镶嵌载体设有若

干个镂空图案结构，使水钻的部分表面通过镂空

图案结构显露出形成具有金属层次质感的饰品；

优点是由于镶嵌载体的各层是包裹式进行设置

的，因此不会损坏水钻的表面；由于镶嵌载体的

各层都是依次紧贴设置的，因此不会勾住衣物

等，也不会划伤皮肤等；水钻被镶嵌载体固定住，

不会脱落；镶嵌载体与水钻之间无间隙，不会藏

污纳垢；镶嵌载体的各层的设置无需模具，不受

水钻的外形的影响；而且金属外层无需进行抛光

打磨处理，生产成本低。
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1.一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，包括水钻或水晶珠或水

晶吊坠，其特征在于：所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上依次紧贴

设置有打底反光导电层和金属外层形成半成品，所述的半成品上针对由所述的打底反光导

电层和所述的金属外层构成的镶嵌载体设置有若干个镂空图案结构，使所述的水钻或所述

的水晶珠或所述的水晶吊坠的部分表面通过所述的镂空图案结构显露出形成具有金属层

次质感的金属镂空镶嵌结构饰品。

2.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层、银反光层和铜导电层

组成，所述的打底层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电

镀一层钛或真空电镀一层硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光层为在所述的打底层的

外表面上真空电镀一层银形成，所述的铜导电层为在所述的银反光层的外表面上真空电镀

一层铜形成，所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。

3.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的钛打底反光层和铜导电层组

成，所述的钛打底反光层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真

空电镀一层钛形成，所述的铜导电层为在所述的钛打底反光层的外表面上真空电镀一层铜

形成，所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。

4.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层和银反光导电层组成，

所述的打底层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电镀一

层钛或真空电镀一层硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光导电层为在所述的打底层的

外表面上真空电镀一层银形成，所述的金属外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉

积一层铜形成。

5.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层和银反光导电层组成，

所述的打底层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电镀一

层钛或真空电镀一层硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光导电层为在所述的打底层的

外表面上真空电镀一层银形成，所述的金属外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉

积一层银形成。

6.根据权利要求2至5中任一项所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶

嵌结构饰品，其特征在于：在电沉积所述的金属外层前，电镀一层碱铜或焦磷酸铜作为过渡

镀层。

7.根据权利要求6所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的镂空图案结构为对所述的镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆

后进行蚀刻形成。

8.根据权利要求7所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的镂空图案结构呈与所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的表

面相同的形状。

9.根据权利要求8所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，
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其特征在于：所述的镂空图案结构的周边设计为花边状。

10.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的镶嵌载体未设置有所述的镂空图案结构的区域上锡焊接或激光焊接有

金属配件。

11.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的镶嵌载体未设置有所述的镂空图案结构的区域上设置有装饰镀。

12.根据权利要求3所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的钛打底反光层上胶黏金属配件后再真空电镀一层铜。

13.根据权利要求1所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，

其特征在于：所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠替换为饰品宝石或饰品锆石。

14.一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，包括水钻或水晶珠或

水晶吊坠，其特征在于：所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后

所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上依次紧贴设置有反光导电层和

金属外层形成半成品，所述的半成品上针对由所述的反光导电层和所述的金属外层构成的

镶嵌载体设置有若干个镂空图案结构，使所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的

部分表面通过所述的镂空图案结构显露出形成具有金属层次质感的金属镂空镶嵌结构饰

品。

15.根据权利要求14所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰

品，其特征在于：所述的反光导电层由自内而外依次设置的银反光层和铜导电层组成，所述

的银反光层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后外表面

上真空电镀一层银形成，所述的铜导电层为在所述的银反光层的外表面上真空电镀一层铜

形成，所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。

16.根据权利要求14所述的一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰

品，其特征在于：所述的反光导电层为银反光导电层，所述的银反光导电层为在所述的水钻

或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后外表面上真空电镀一层银形成，所述

的金属外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉积一层铜形成。
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一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种饰品，尤其是涉及一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂

空镶嵌结构饰品。

背景技术

[0002] 各种形状的水钻、水晶珠、水晶吊坠，它们的成分与制作方法基本相同，大多都是

压型后磨制出钻石刻面或光面，同时它们也均可做成饰品辅料。水钻又名水晶钻石、莱茵

石，其主要成分是水晶玻璃，其是将人造水晶玻璃切割成钻石刻面得到的一种饰品辅件，这

种材质因为较经济，同时视觉效果上又有钻石般的夺目感觉，因此很受人们的欢迎。

[0003] 水钻一般不单独使用，往往通过加工金属装饰后使用或焊接所需金属配件后组合

使用，其通常通过镶嵌方式固定于金属托架上或金属包边中形成水钻饰品，应用于各种产

品上，如服饰、发卡、项链等，水钻镶嵌方式有爪镶、包镶、槽镶、轨道镶、卡镶等方式。应用于

服饰、发卡上的水钻饰品通常包括金属托架和水钻，金属托架具有一个与水钻的底部相配

合的凹腔，金属托架的四周均匀设置有多个爪扣，水钻的底面镀设有银层或铝层或钛层作

为反光层以增加水钻的视觉效果，安装时将水钻的底部嵌入凹腔内，按压爪扣使爪扣紧扣

住水钻的正面，即采用爪镶方式镶嵌，然而这种水钻饰品存在以下问题：1)在施加外力按压

爪扣时可能会损坏水钻的正面，使得水钻饰品报废；2)爪扣的自由端容易勾住衣物等，不仅

会使爪扣翘起，使水钻出现晃动，而且会损坏衣物，甚至会伤到使用者的皮肤；3)由于爪扣

太大会导致无法嵌入水钻，因此一般将爪扣设计的较细或较小以留出足够的空间用于嵌入

水钻，而这样会导致爪扣的抓紧力不足，这种情况下极易发生水钻脱离金属托架的情况；4)

凹腔的腔口与水钻之间存在缝隙，而这缝隙容易藏污纳垢，从而影响了水钻饰品的美观。应

用于项链的水钻饰品通常包括金属包边和水钻，水钻镶嵌于金属包边内，金属包边上设置

有一个吊环，即采用包镶方式镶嵌，然而这种水钻饰品存在以下问题：1)在施加外力将水钻

镶嵌入金属包边内时可能会损坏水钻的两个表面，使得水钻饰品报废；2)金属包边与水钻

的边缘之间存在缝隙，而这缝隙容易藏纳污垢，从而影响了水钻饰品的美观。此外，水钻饰

品不管采用何种水钻镶嵌方式，都会受到水钻的外形限制，并随着水钻的外形改变金属托

架或金属包边的形状，而由此产生了大量的制作金属托架和金属包边的模具费用。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光

镂空镶嵌结构饰品，其在水钻或水晶珠或水晶吊坠镶嵌过程中不会损坏水钻或水晶珠或水

晶吊坠的两个表面，水钻或水晶珠或水晶吊坠与镶嵌载体之间不存在易藏纳污垢的缝隙，

镶嵌载体不会翘起，水钻或水晶珠或水晶吊坠不会脱落，且生产成本低。

[0005] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种水钻或水晶珠或水晶吊

坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，包括水钻或水晶珠或水晶吊坠，其特征在于：所述的水钻或

所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上依次紧贴设置有打底反光导电层和金属外层
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形成半成品，所述的半成品上针对由所述的打底反光导电层和所述的金属外层构成的镶嵌

载体设置有若干个镂空图案结构，使所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的部分

表面通过所述的镂空图案结构显露出形成具有金属层次质感的金属镂空镶嵌结构饰品。

[0006] 所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层、银反光层和铜导电层组

成，所述的打底层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电镀

一层钛或真空电镀一层硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光层为在所述的打底层的外

表面上真空电镀一层银形成，所述的铜导电层为在所述的银反光层的外表面上真空电镀一

层铜形成，所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。在此，可以

选择在水钻的外表面上真空电镀一层钛或硅或铬或其它与玻璃结合好的材料形成打底层，

在实际应用中由于铬不够环保而不适合用于饰品上，所以可以优选钛或硅；由于真空电镀

钛形成的钛打底层与玻璃水钻的结合性较好，因此选择钛层作为打底层；银具有较好的反

光作用，因此选择银层作为反光层；铜具有良好的导电作用，因此选择铜层作为导电层；由

于钛打底层、银反光层和铜导电层均是通过真空电镀形成，真空电镀形成的钛打底层、银反

光层和铜导电层的厚度最大只能达到微米级，而水钻饰品通常需焊接各种配件后使用，因

此为了能够焊接各种配件再在铜导电层外电沉积一层金属外层(微米级至毫米级)，且较厚

的金属外层能够凸显出水钻饰品的金属层次质感；此外金属外层能很容易电沉积到铜导电

层上。在此，钛打底层的厚度可设置为纳米级，不宜太厚，因为如果太厚会影响银反光层；银

反光层和铜导电层的厚度可设置为微米级；金属外层的厚度可以设置为微米级至毫米级。

[0007] 所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的钛打底反光层和铜导电层组成，所

述的钛打底反光层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电

镀一层钛形成，所述的铜导电层为在所述的钛打底反光层的外表面上真空电镀一层铜形

成，所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。由于真空电镀钛

层与玻璃水钻的结合性较好，且钛层可以做出多种不同的颜色起到反光作用，因此真空电

镀一层钛层兼顾了打底与反光两种作用，故选择钛层作为打底反光层；铜具有良好的导电

作用，因此选择铜层作为导电层；由于钛打底反光层和铜导电层均是通过真空电镀形成，真

空电镀形成的钛打底反光层和铜导电层的厚度最大只能达到微米级，而水钻饰品通常需焊

接各种配件后使用，因此为了能够焊接各种配件再在铜导电层外电沉积一层金属外层(微

米级至毫米级)，且较厚的金属外层能够凸显出水钻饰品的金属层次质感；此外金属外层能

很容易电沉积到铜导电层上。在此，钛打底反光层起到了打底和反光的双作用，因此厚度可

设置为微米级；铜导电层的厚度可设置为微米级；金属外层的厚度可以设置为微米级至毫

米级。

[0008] 所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层和银反光导电层组成，所述

的打底层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上真空电镀一层钛

或真空电镀一层硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光导电层为在所述的打底层的外表

面上真空电镀一层银形成，所述的金属外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉积一

层铜形成。在此，可以选择在水钻的外表面上真空电镀一层钛或硅或铬或其它与玻璃结合

好的材料形成打底层，在实际应用中由于铬不够环保而不适合用于饰品上，所以可以优选

钛或硅；由于真空电镀钛形成的钛打底层与玻璃水钻的结合性较好，因此选择钛层作为打

底层；银具有较好的反光作用，且银具有良好的导电作用，因此选择银层作为反光导电层；
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由于钛打底层、银反光导电层均是通过真空电镀形成，真空电镀形成的钛打底层、银反光导

电层的厚度最大只能达到微米级，而水钻饰品通常需焊接各种配件后使用，因此为了能够

焊接各种配件再在银反光导电层外电沉积一层金属外层(微米级至毫米级)，且较厚的金属

外层能够凸显出水钻饰品的金属层次质感；此外金属外层能很容易电沉积到银反光导电层

上。在此，钛打底层的厚度可设置为纳米级，不宜太厚，因为如果太厚会影响银反光导电层；

银反光导电层的厚度可设置为微米级；金属外层的厚度可以设置为微米级至毫米级。

[0009] 所述的打底反光导电层由自内而外依次设置的打底层和银反光导电层组成，所述

的打底层为在所述的水钻或所述的水晶配件的外表面上真空电镀一层钛或真空电镀一层

硅或真空电镀一层铬形成，所述的银反光导电层为在所述的打底层的外表面上真空电镀一

层银形成，所述的金属外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉积一层银形成。

[0010] 在电沉积所述的金属外层前，电镀一层碱铜或焦磷酸铜作为过渡镀层。由于碱铜

含有氰化物，因此可以省去不用。

[0011] 所述的镂空图案结构为对所述的镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆后

进行蚀刻形成。针对不同结构的镶嵌载体，蚀刻的过程稍有差异：由钛打底层、银反光层、铜

导电层和金属外层构成的镶嵌载体，先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金属

外层、铜导电层进行蚀刻，然后采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对银反光层进行蚀刻，去除保护

层后再采用浓度为3％左右的氢氧化钠水溶液加浓度为30％左右的过氧化氢，将重量百分

比为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠水溶液中形成蚀刻液对钛打底层进行蚀刻；由钛打

底反光层、铜导电层和金属外层构成的镶嵌载体，先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜

蚀刻液对金属外层和铜导电层进行蚀刻，去除保护层后再采用浓度为  3％左右的氢氧化钠

水溶液加浓度为30％左右的过氧化氢，将重量百分比为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠

水溶液中形成蚀刻液对钛打底反光层进行蚀刻；由钛打底层、银反光导电层和金属外层构

成的镶嵌载体，如果金属外层采用铜，则先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对

金属外层进行蚀刻，然后采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对银反光导电层进行蚀刻，去除保护

层后再采用浓度为3％左右的氢氧化钠水溶液加浓度为  30％左右的过氧化氢，将重量百分

比为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠水溶液中形成蚀刻液对钛打底层进行蚀刻；如果金

属外层采用银，则无需采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金属外层进行蚀刻，

直接采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对金属外层和银反光导电层进行蚀刻。

[0012] 所述的镂空图案结构呈与所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的表面

相同的形状。镂空图案结构可以根据所要得到的水钻饰品进行设计，可以为各种形状的图

案，如仅在水钻的一个表面上设置与水钻的表面相同的形状的镂空图案结构，则具有镂空

图案结构的镶嵌载体就具有了现有的金属托架的作用；如在水钻的两个表面上均设置与水

钻的表面相同的形状的镂空图案结构，则具有镂空图案结构的镶嵌载体就具有了现有的金

属包边的作用；镂空图案结构也可为花边或花草动物等各种形状。

[0013] 所述的镂空图案结构的周边设计为花边状。在镂空图案结构的周边设计成花边状

可增加整体的美感。

[0014] 所述的镶嵌载体未设置有所述的镂空图案结构的区域上锡焊接或激光焊接有金

属配件。通过焊接金属配件制成项链等。

[0015] 所述的镶嵌载体未设置有所述的镂空图案结构的区域上设置有装饰镀。装饰镀可
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以为金或银或仿金或白金或仿白金的装饰镀。

[0016] 所述的钛打底反光层上胶黏金属配件后再真空电镀一层铜。

[0017] 所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠替换为饰品宝石或饰品锆石。

[0018] 一种水钻或水晶珠或水晶吊坠金属反光镂空镶嵌结构饰品，包括水钻或水晶珠或

水晶吊坠，其特征在于：所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后

所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的外表面上依次紧贴设置有反光导电层和

金属外层形成半成品，所述的半成品上针对由所述的反光导电层和所述的金属外层构成的

镶嵌载体设置有若干个镂空图案结构，使所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠的

部分表面通过所述的镂空图案结构显露出形成具有金属层次质感的金属镂空镶嵌结构饰

品。

[0019] 所述的反光导电层由自内而外依次设置的银反光层和铜导电层组成，所述的银反

光层为在所述的水钻或所述的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后外表面上真空

电镀一层银形成，所述的铜导电层为在所述的银反光层的外表面上真空电镀一层铜形成，

所述的金属外层为在所述的铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。在此，先在真空镀膜

机内用轰击电源轰击水钻，这样就不用钛打底层了，直接在水钻的外表面上真空电镀一层

银形成银反光层。

[0020] 所述的反光导电层为银反光导电层，所述的银反光导电层为在所述的水钻或所述

的水晶珠或所述的水晶吊坠经轰击电源轰击后外表面上真空电镀一层银形成，所述的金属

外层为在所述的银反光导电层的外表面上电沉积一层铜形成。在此，先在真空镀膜机内用

轰击电源轰击水钻，这样就不用钛打底层了，直接在水钻的外表面上真空电镀一层银形成

银反光导电层；银反光导电层也可以由铜层或其它单层金属层或合金层替代。

[0021] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

[0022] 1)在水钻或水晶珠或水晶吊坠的外表面上紧贴设置打底反光导电层，在打底反光

导电层的外表面上紧贴设置金属外层，再对由打底反光导电层和金属外层构成的镶嵌载体

设置若干个镂空图案结构，这样水钻的部分表面就能通过镂空图案结构显露出形成水钻饰

品，由于镶嵌载体的各层是包裹式进行设置的，因此不会损坏水钻或水晶珠或水晶吊坠的

表面；由于镶嵌载体的各层都是依次紧贴设置的，因此不会勾住衣物等，也不会划伤皮肤

等；水钻或水晶珠或水晶吊坠被镶嵌载体牢牢固定住，水钻或水晶珠或水晶吊坠不会脱落；

镶嵌载体与水钻或水晶珠或水晶吊坠之间不存在间隙，不会藏污纳垢。

[0023] 2)镶嵌载体的各层的设置无需模具，不受水钻或水晶珠或水晶吊坠的外形的影

响；而且金属外层无需进行抛光打磨处理，生产成本低。

附图说明

[0024] 图1为实施例一的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的外形结构示意图；

[0025] 图2为实施例一的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的局部剖视示意图；

[0026] 图3为实施例二的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的局部剖视示意图；

[0027] 图4为实施例三的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的局部剖视示意图。
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具体实施方式

[0028] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0029] 实施例一：

[0030] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，如图1和图2所示，其包括

呈五角形的水钻1，水钻1的外表面上依次紧贴设置有打底反光导电层2和金属外层3  形成

半成品，半成品上针对由打底反光导电层2和金属外层3构成的镶嵌载体设置有8  个镂空图

案结构4，使水钻1的部分表面通过镂空图案结构4显露出形成具有金属层次质感的水钻金

属镂空镶嵌结构饰品。

[0031] 优选的方案，打底反光导电层2由自内而外依次设置的钛打底层21、银反光层22 

和铜导电层23组成，钛打底层21为在水钻1的外表面上真空电镀一层钛形成，银反光层22为

在钛打底层21的外表面上真空电镀一层银形成，铜导电层23为在银反光层22 的外表面上

真空电镀一层铜形成，金属外层3为在铜导电层23的外表面上电沉积一层铜形成。由于真空

电镀钛形成的钛打底层21与玻璃水钻1的结合性较好，因此选择钛层作为打底层；银具有较

好的反光作用，因此选择银层作为反光层；铜具有良好的导电作用，因此选择铜层作为导电

层；由于钛打底层21、银反光层22和铜导电层23均是通过真空电镀形成，真空电镀形成的钛

打底层21、银反光层22和铜导电层23的厚度最大只能达到微米级，而水钻饰品通常需焊接

各种配件后使用，因此为了能够焊接各种配件再在铜导电层23外电沉积一层金属外层3(微

米级至毫米级)，且较厚的金属外层3能够凸显出水钻饰品的金属层次质感；此外金属外层3

能很容易电沉积到铜导电层23上。在此，钛打底层21的厚度可设置为纳米级，不宜太厚，因

为如果太厚会影响银反光层  22；银反光层22和铜导电层23的厚度可设置为微米级；金属外

层3的厚度可以设置为微米级至毫米级。

[0032] 优选的方案，镂空图案结构4为对镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆形

成保护层后进行蚀刻形成，具体为：先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金属

外层3、铜导电层23进行蚀刻，然后采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对银反光层22进行蚀刻，去

除保护层后再采用浓度为3％左右的氢氧化钠水溶液加浓度为30％左右的过氧化氢，将重

量百分比为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠水溶液中形成蚀刻液对钛打底层  21进行蚀

刻。

[0033] 优选的，1个镂空图案结构4呈与水钻1的表面相同的形状即五角星形状，使水钻1

的一个表面的中间区域显露出来；5个五角星形状的镂空图案结构4分布于5个角上，使水钻

1的5个角的部分区域显露出来；2个圆形形状的镂空图案结构4分布于侧面，使水钻1的侧面

的部分区域显露出来；镂空图案结构4可以根据所要得到的水钻饰品进行设计，可以为各种

形状的图案，如仅在水钻1的一个表面上设置与水钻1的表面相同的形状的镂空图案结构4，

则具有镂空图案结构4的镶嵌载体就具有了现有的金属托架的作用；如在水钻1的两个表面

上均设置与水钻1的表面相同的形状的镂空图案结构4，则具有镂空图案结构4的镶嵌载体

就具有了现有的金属包边的作用；镂空图案结构4也可为如花边或花草动物等等各种形状。

[0034] 优选的方案，镂空图案结构4的周边设计为各种花边状。在镂空图案结构4的周边

设计成花边状可增加整体的美感，如设计成波浪花边、花草状。

[0035] 优选的，镶嵌载体未设置有镂空图案结构4的区域上锡焊接或激光焊接有金属配

件  5。通过焊接金属配件5制成项链等。
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[0036] 实施例二：

[0037] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其与实施例一的水钻金属

反光镂空镶嵌结构饰品的不同之处仅在于打底反光导电层2的结构不同，如图3所示，打底

反光导电层2由自内而外依次设置的钛打底反光层24和铜导电层23组成，钛打底反光层24

为在水钻1的外表面上真空电镀一层钛形成，铜导电层23为在钛打底反光层24 的外表面上

真空电镀一层铜形成，金属外层3为在铜导电层23的外表面上电沉积一层铜形成。由于真空

电镀钛层与玻璃水钻1的结合性较好，且钛层可以做出多种不同的颜色起到反光作用，因此

真空电镀一层钛层兼顾了打底与反光两种作用，故选择钛层作为打底反光层；铜具有良好

的导电作用，因此选择铜层作为导电层；由于钛打底反光层24  和铜导电层23均是通过真空

电镀形成，真空电镀形成的钛打底反光层24和铜导电层23 的厚度最大只能达到微米级，而

水钻饰品通常需焊接各种配件后使用，因此为了能够焊接各种配件再在铜导电层23外电沉

积一层金属外层3(微米级至毫米级)，且较厚的金属外层3能够凸显出水钻饰品的金属层次

质感；此外金属外层3能很容易电沉积到铜导电层23上。在此，钛打底反光层24起到了打底

和反光的双作用，因此厚度可设置为微米级；铜导电层23的厚度可设置为微米级；金属外层

3的厚度可以设置为微米级至毫米级。

[0038] 优选的方案，镂空图案结构4为对镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆形

成保护层后进行蚀刻形成，具体为：先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金属

外层3和铜导电层23进行蚀刻，去除保护层后再采用浓度为3％左右的氢氧化钠水溶液加浓

度为30％左右的过氧化氢，将重量百分比为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠水溶液中形

成蚀刻液对钛打底反光层24进行蚀刻。

[0039] 优选的方案，本实施例的水钻金属镂空镶嵌结构饰品既可以像实施例一的水钻金

属镂空镶嵌结构饰品一样，在加工镂空图案结构4后在镶嵌载体未设置有镂空图案结构4 

的区域上锡焊接或激光焊接有金属配件5，也可以在加工过程中设置金属配件5，即在钛打

底反光层24上胶黏金属配件5后再真空电镀一层铜形成铜导电层23，这样省去了后续的焊

接过程。

[0040] 实施例三：

[0041] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其与实施例一或实施例二

的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的不同之处仅在于打底反光导电层2的结构不同，如图 

4所示，打底反光导电层2由自内而外依次设置的钛打底层21和银反光导电层25组成，钛打

底层21为在水钻1的外表面上真空电镀一层钛形成，银反光导电层25为在钛打底层21的外

表面上真空电镀一层银形成，金属外层3为在银反光导电层25的外表面上电沉积一层铜形

成。由于真空电镀钛形成的钛打底层21与玻璃水钻1的结合性较好，因此选择钛层作为打底

层；银具有较好的反光作用，且银具有良好的导电作用，因此选择银层作为反光导电层；由

于钛打底层21、银反光导电层25均是通过真空电镀形成，真空电镀形成的钛打底层21、银反

光导电层25的厚度最大只能达到微米级，而水钻饰品通常需焊接各种配件后使用，因此为

了能够焊接各种配件再在银反光导电层25外电沉积一层金属外层3(微米级至毫米级)，且

较厚的金属外层3能够凸显出水钻饰品的金属层次质感；此外金属外层3能很容易电沉积到

银反光导电层25上。在此，钛打底层21 的厚度可设置为纳米级，不宜太厚，因为如果太厚会

影响银反光导电层25；银反光导电层25的厚度可设置为微米级；金属外层3的厚度可以设置
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为微米级至毫米级。

[0042] 优选的方案，镂空图案结构4为对镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆形

成保护层后进行蚀刻形成，具体为：先采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金属

外层3进行蚀刻，然后采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对银反光导电层25进行蚀刻，去除保护层

后再采用浓度为3％左右的氢氧化钠水溶液加浓度为30％左右的过氧化氢，将重量百分比

为15％左右的过氧化氢加入氢氧化钠水溶液中形成蚀刻液对钛打底层21进行蚀刻。

[0043] 实施例四：

[0044] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其与实施例三的水钻金属

反光镂空镶嵌结构饰品的不同之处仅在于金属外层3为在银反光导电层25的外表面上电沉

积一层银形成。

[0045] 优选的方案，镂空图案结构4为对镶嵌载体喷蚀刻保护油墨或电泳蚀刻保护漆形

成保护层后进行蚀刻形成，具体为：无需采用盐酸加三氯化铁或采用市售的铜蚀刻液对金

属外层3进行蚀刻，直接采用银蚀刻液或稀硝酸溶液对金属外层3和银反光导电层25  进行

蚀刻。

[0046] 实施例五：

[0047] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其是在实施例一或实施例

二或实施例三提出的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的基础上通过设置通孔来制成用于

串成手链或项链的一部分，即在水钻上贯穿设置一个用于穿挂绳的通孔形成水晶珠，可将

多个带通孔的半成品或多个具有相同镂空图案结构的水钻饰品或多个具有不相同镂空图

案结构的水钻饰品串成手链或项链等。

[0048] 实施例六：

[0049] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其是在实施例一或实施例

二或实施例三或实施例四提出的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的基础上增加装饰镀，即

在镶嵌载体未设置有镂空图案结构的区域上设置装饰镀，装饰镀可以为金或银或仿金或白

金或仿白金的装饰镀，装饰镀具体设置的位置和厚度可根据所需制作的水钻饰品的美观或

其他要求确定。

[0050] 实施例七：

[0051] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其与实施例一或实施例三

提出的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的其余结构都相同，不同之处仅在于打底层，本实

施例中打底层为硅打底层，为在水钻的外表面上真空电镀一层硅形成。

[0052] 实际加工时也不限于钛和硅作为打底材料，也可选用其他与玻璃结合性较好且环

保的材料作为打底材料。

[0053] 实施例八：

[0054] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其是在实施例一或实施例

二或实施例三提出的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的基础上增加了过渡镀层，即在电沉

积金属外层前，电镀一层碱铜或焦磷酸铜作为过渡镀层，对于实施例一的结构，过渡镀层位

于铜导电层与金属外层之间；对于实施例二的结构，过渡镀层也位于铜导电层与金属外层

之间；对于实施例三的结构，过渡镀层位于银反光导电层与金属外层之间。

[0055] 实施例九：
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[0056] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其包括水钻，水钻经轰击

电源轰击后水钻的外表面上依次紧贴设置有反光导电层和金属外层形成半成品，半成品上

针对由反光导电层和金属外层构成的镶嵌载体设置有若干个镂空图案结构，使水钻的部分

表面通过镂空图案结构显露出形成具有金属层次质感的水钻金属镂空镶嵌结构饰品。

[0057] 优选的方案，反光导电层由自内而外依次设置的银反光层和铜导电层组成，银反

光层为在水钻经轰击电源轰击后外表面上真空电镀一层银形成，铜导电层为在银反光层的

外表面上真空电镀一层铜形成，金属外层为在铜导电层的外表面上电沉积一层铜形成。在

此，先在真空镀膜机内用轰击电源轰击水钻，这样就不用钛打底层了，直接在水钻的外表面

上真空电镀一层银形成银反光层。

[0058] 实施例十：

[0059] 本实施例提出的一种水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品，其与实施例八的结构基本

相同，不同之处仅在于：本实施例的反光导电层为银反光导电层，银反光导电层为在水钻经

轰击电源轰击后外表面上真空电镀一层银形成，金属外层为在银反光导电层的外表面上电

沉积一层铜形成。在此，先在真空镀膜机内用轰击电源轰击水钻，这样就不用钛打底层了，

直接在水钻的外表面上真空电镀一层银形成银反光导电层；银反光导电层也可以由铜层或

其它单层金属层或合金层替代。

[0060] 上述各个实施例的水钻金属反光镂空镶嵌结构饰品的金属反光镂空镶嵌结构还

可应用于其他饰品或配件，如水晶饰品配件(各种形状的带孔或不带孔的水晶珠和水晶吊

坠等)，还可应用于饰品宝石或饰品锆石，饰品宝石需选择耐酸碱的宝石。
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